ICT ou Sondes Volantes :
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La strategie de test gagnante
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Garantir la qualité électronique, du prototype a la grande série.

COTELEC
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Pourquoi tester une carte ne se resume pas a « elle s’allume »

L'lllusion du Fonctionnel :
Un essai fonctionnel simple
peut donner une
Impression de réussite,
tout en laissant passer des
défauts latents.

A Soudure froide La Réalité des Colits::

k//ﬁﬁ Le moment le plus colteux
est la découverte tardive
d'un défaut en

production.

@ Valeur
incorrecte

- Explosion en SAV
- Retours client
- Arréts de ligne

@ Une soudure froide qui
lachera apres dix cycles. 2o

@ Une valeur de composant =+ T &
incorrecte mais tolérée. P s

® Une fuite d'isolement a
chaud.

Court-circuit caché
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ICT (In-Circuit Test) : La logique « Gabarit dedié, Cadence maximale »

o Principe :
Un outillage spécifique
("lit a clous") met en
contact des centaines de

pointes simultanément.

e Bénéfices:
- Cadence éleveée : [déal
pour les grands volumes.
- Répétabilité : Pression et
positionnement figés.
- Diagnostic : Détection
instantanée des courts-
circuits, valeurs fausses et
problémes de soudure.
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Sondes Volantes (Flying Probe) : La iogique « Agile et sans outillage »
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G Principe :

Des axes motorisés déplacent les

pointes pour toucher les points
de test successivement.

Aucun outillage fixe.

ll
|
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t=1
Point A

Benéfices :
- Zéro Outillage : Déemarrage
Immediat par programmation.

| a0 1||||

- Flexibilité : Idéal pour les
prototypes et le NPI (New
Product Introduction).

- Adaptabilité : Si le design
change, seul le code change.
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Comparatif Partie 1: Economie et Cadence

) Seuil de Rentabilite | Volume |
g | |
1 ? : ICT : Imbattable pour | FPT: Idéal pour
< e Flying Probe la grande série. prototypes et petites
series.
| I
I I
= . Coiit (Capex vs Opex) |
— | |
= ICT : Investissement FPT : Investissement |
o lourd (NRE), cout nul, colt temps- 4
Point de Bascule | unitaire faible. machine élevé. 1 .:;
| | | E
. Delai |
I I
J ICT : Semaines FPT : Immédiat
e . . ot (Fabrication outillage). | (Programmation).
< Volume de Production >
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COMPARATIF PARTIE 2 : AGILITE ET TECHNIQUE

>

EVOLUTIVITE

Rigide. Toute modification du PCB impose Agile. Mise a jour logicielle simple et rapide.
une reprise mécanique du lit a clous.

Excellente si le DfT (Design for Test) COUVERTURE | solide pour caractériser les prototypes
est intégré tot. Diagnostic précis. & DIAGNOSTIC | et trouver les erreurs de conception. .

Exigeant. Nécessite des points de ACCES & Tolérant. S'adapte mieux aux
test optimisés (taille, espacement). CONTRAINTES géométries complexes. e
T N ldV
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Matrice de decision : Comment trancher sans se tromper

Critere

ICT (In-Circuit Test)

Sondes Volantes (Flying Probe)

Volume

Faible / Moyen

Colt Initial (NRE)

Colt Unitaire

Délai de démarrage

Long (Semaines)

Objectif Principal

Flexibilité Design Faible (Figé) . Elevée (Agile)

DfT Requis Critique ® Modéré

Diagnostic . Niveau Composant Niveau Composant
. Industrialiser / Répétabilité Itérer / Apprendre
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Le diable est dans les détails : La physique du contact

Geometrie
Shape of the tip:
Crown, Spear, Chisel

Pression

Too low = unstable measure;
Too high = pad damage

La performance finale ne
dépend pas uniquement de
la machine, mais de la
qualité du contact.

Risques : Faux défauts,
marquage des pads,
oxydation.

Impact : Fiabilité des
mesures et durée de vie des
outillages.

Matériau Contamination

Hardness and conductivity Oxidation or flux residue
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Strategie gagnante : Arréter d’opposer, raisonner par etapes
Ne pas investir trop tot, ne pas industrialiser trop tard.

Phase | B Piasc2 Phase

1. Prototypage / NPI 2. Ramp-up (Point de Décision) 3. Grande Série

Technologie : Sondes Volantes. Le design se stabilise. Les volumes Technologie : ICT (In-Circuit Test).

Objectif : Valider le design, corriger, augmentent. Calcul du ROI pour Obijectif : Sécuriser la cadence,
apprendre sans outillage. \ loutillage. >1 verrouiller la répétabilité.
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Cycle de Maturité Produit




Checklist de decision rapide

y

Si vous hésitez sur plus de deux points, une analyse approfondie est recommandeée.
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Le produit est-il stable ou en itération ?

Le volume justifie-t-il un outillage dédié ?

Le temps de test est-il un goulot d'étranglement ? *

Les points de test sont-ils accessibles ?

Cherche-t-on la flexibilité ou la cadence ?

| ‘*/ Quel est le niveau requis de diagnostic des défauts ?
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Le bon choix dépend de votre réalité industrielle

Résumeé:
e ICT =Produire en quantité, vite, répétable.

e Flying Probe = Démarrer vite, itérer, sans frais
fixes.

Valeur Ajoutée Cotelec:

Pour réduire les faux défauts et dimensionner vos
interfaces, un avis terrain fait gagner des cycles
d’itération. Nous maitrisons les sondes, les
gabarits et les stratégies de test.

Echangez avec les ingénieurs Cotelec en France.

Expertise : Pointes de contact, Interfaces de test, Strategie.
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